
BAV99 
Rev.G Jul.-2020                                                                            DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com                 1 / 7                    

 

SOT-23 塑封封装 硅半导体二极管。 

Silicon Diode in a SOT-23 Plastic Package. 

 

小信号二极管。无卤产品。 

Small signal diode.HF Product. 

 

高导电率的超快速二极管。 

High Conductance Ultra Fast Diode. 

 

 

 

 

 

 

 
PIN: See Equivalent Circuit. 

 

放大及印章代码  /  hFE Classifications & Marking 
 

 

 

描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 

Marking HA7 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

H：  为公司代码 

A7：  为型号代码 

Note: 

H:   Company Code. 

A7:  Product Type Code. 

HA7 
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.    3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Condes〱㝓䌠〠呲‴㔳〠〠㄰⸰؀D
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